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88W8997是业界首个28nm、802.11ac wave-2、2x2 MU-MIMO组合解决方案，完全支持5.3. 与现
有解决方案相比，设计增强和低功耗28nm处理技术可将功耗降低多达40％。 88W8997在包括
双频功率放大器（PA）、低噪声放大器（LNA）和交换机的市场上具有最高的集成度，可将板级

BOM（物料清单）降至最低，从而为板卡市场简化了板上芯片和模块设计。

领先的模块制造商提供基于恩智浦88W8997的无线模块。
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View additional information for 2.4/5GHz双频2x2 Wi-Fi® 5（802.11ac）+ Bluetooth® 5.3解决方案.
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